® DownStream  fecnofron

Technologies Das beste Bauteil ist Erfahrung

Neu in CAM350 V14.5

Im November 2020 wurde ein neues Release von CAM350 veréffentlicht. Das Hauptaugenmerk dieser
Version liegt auf der Unterstiitzung von Starrflex- und Embedded-Part - Designdaten durch Import aus
den Dateiformaten ODB++ und IPC-2581. Mehrere Bereiche des Produkts wurden aktualisiert, um
neue Lagentypen, neue Bereichstypen und mehrere Lagenstapel zu unterstitzen, die in diesen
fortschrittlichen Designtechnologien Ublich sind. Zusatzliche Updates umfassen erweiterte Drill- und
Via-In-Pad-Uberpriifungen in DFM Analysis.

Neue und verbesserte Funktionen in der Version 14.5:

Import von ODB++ und IPC2581 Starrflex Designdaten

CAM350 und BluePrint verwenden die Standard-Designformate ODB ++ und IPC2581, um Designdaten
zu importieren. Die Integritat dieser Konstruktionsdaten fir Starrflex hé&ngt von der Unterstitzung
innerhalb der Formatversion und durch die PCB Editoren ab. Unten sehen Sie, welche Starrflex-
Funktionen in der Importfunktion von CAM350 und BluePrint unterstitzt werden.

Vor ODB++ 8.1.2 und IPC2581B verotffentlichte Entwurfsformate unterstiitzen keine Starrflex-
Designfunktionen.

Hinweis: IPC2581C, das in Kiirze zugelassen wird, bietet volle Unterstiitzung fur Starrflex und wird in
einem zukinftigen Update auf CAM350 14.5 und BluePrint 6.5 unterstitzt.

* New Area Source from Supported Imports

Area Type ODB++ | Xpedition & DST Other Zuken Cadence & DST
Pre 8.0 ODB++8.1.2 IPC-2581B | IPC-2581 B | IPC-2581 B+ Rigid-Flex

Bend Area N/A Note 1 Note 1 Note 1 To Derive Areas:
Flex Area N/A X Note 1 Note 1 Note 1 Layer name:
“bend_area”; or
Rigid Area N/A X Note 1 Note 1 Note 1 “flex_area”; or
Stiffener Area N/A X N/A N/A DST export only rlgld_ar.ea s AND
layerFunction type:
Stackup Zone Area N/A X N/A N/A X “DOCUMENT”
) All shapes imported as
Leriar e LG . L R 4 their respective area types
Embedded/Cavities N/A X N/A X X on their respective layers

Notes:
1. Area Types not present in current 2581 exports. Areas are derived during import from layer name and layerFunction type
2. IPC-2581B+ = rev b titled, but includes rev c rigid-flex constructs
3. PADS ASCIl does not support rigid-flex or embedded/cavity constructs

Import / Export von eingebetteten ODB ++ - und IPC-2581-Teilen

Der Parts Dialog wurde aktualisiert, um zusétzliche Eigenschaften fiir eingebettete Bauteile (Embedded
Parts) zu unterstitzen. Wenn Bauteile auf internen Lagen vorhanden sind, wird im Bereich Parts eine
neue Spalte ,Layer’ angezeigt, in der die Lage fur das eingebettete Bauteil angezeigt wird. Wenn
Stackup Zones vorhanden sind, ist aul3erdem eine neue Spalte mit der Zone vorhanden, in der dieses
Bauteil montiert ist. Diese neuen Eigenschaften kénnen nicht bearbeitet werden, sondern kénnen zum
Sortieren von Baueilen nach ihrer Lage oder Zone verwendet werden. Wenn Bauteile auf inneren Lagen
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montiert werden, ist die Side-Eigenschaft spezifisch fur die Bauteillage. Beispielsweise konnte ein
Bauteil auf der unteren Lage eines Kerns montiert und von der Unterseite der Leiterplatte eingefihrt

werden.

rigidb-1

rigide-1

Height

SUV (Stack Up Visualizer) -Updates fir mehrere Stackups und Zonen sowie PCB-Kerne

Importieren Sie ein Rigid-Flex-Design aus einer unterstitzten ODB ++ - oder IPC2581B-Designdatei.
Offnen Sie den Stack Up Visualizer und beachten Sie die Verbesserungen:

Mehrere Lagenstapel

Alle Stack-Ups im Design werden als separate Registerkarten am unteren Rand der Stackup-
Tabelle aufgefiihrt. Wenn jede Stackup Registerkarte ausgewahlt ist, wird dieser Stapel in den
Stapelgrafiken angezeigt. Sie konnen auch Multiple auswahlen, um mehrere Stapel gleichzeitig

anzuzeigen.

PCE Stack Up Visualizer

Stackup Table

Import
Stackup s. PcB
= =R
Export
Stackup ‘\/‘
— 2
= =]
Materials 3
Table
=]
- [ 4
Units
(s
=]
6
=]
7
=]

>

Layers flex

Silkscreen

Soldermask

Smallest drill

Number of dri

Layer Name
smt_rigida
signal 1
dielectric_3
smt_rigidb
signal_2
dielectric_S
signal_3
dislectric_7
topcover
signal_4
dielectric_9
signal_5
botcover
dielectric_11
signal &
dielectric_13
signal_7
dielectric_15

rigida-1

Stackup name

Number of Layers

Internal Layers

ill sizes

size

2 Make Core

Layer Type  Material Name

Stackup Graphics

Explode Core [|Collapse Cores = [|Show Layer Labels

Material Type

3mi
Top Copper 0.01 0z ... Gonductor
Dielectric ... PrePreg 20 mil 4... Dielectric PrePrag
Sold 05

Internal Copper 0 0z 4.7 ... Conductor
Dielectric ... PrePreg 20 mil4... Dielectric PrePreg
Internal Copper 0 0z 4.7 ... Conductor
Dielectric PrePreg 20 mil 4... Dielectric PrePreg
Coverlay ~ Coverlay 0.5 mil... Cover Layer
Intemal Copper 00z 4.7 .. Conductor
Dielectric ... PrePreg 20 mil 4... Dielectric PrePrag
Intemal Copper 00z 4.7 .. Conductor
Coverlay  Coverlay 0.5 mil. Cover Layer
Dielectric ... PrePreg 20 mil4... Dielectric PrePreg
Internal Copper 0 0z 47 __ Conductor
Dielectric ... PrePreg 20 mil4... Dielectric PrePreg
Internal Copper 0 0z 4.7 ... Conductor
Dislectric ... PrePreg 20 mil 4

rigidb rigide | Multiple | +

Multiple

21

0

6

18.0

[JExport All Layers as a Default stackup for IPC-2581

Dielectric PrePreg

Thickness
0.003 in
0.000 in
0.020 in
0.001 in
0.000 in
0.020 in
0.000 in
0.020 in
0.001 in
0.000 in
0.020 in
0.000 in
0.001 in
0.020 in
0.000 in
0.020 in
0.000 in
0.020in

rigida-1

Sh.. Via Padstack
[4] Thruhales
L2-L7 vias

[ L4-LSvies

Show All Layers

a X

1 Zoom All = Show Stackup # View in 30

Total thickness 0.148 inch

StartL.. EndL.. Plated Colu
M o
1
M =2 Cylinder

Cancel
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Leiterplattenkerne

Ein Kern ist ein Ubliches Grundmaterial, das bei der Herstellung von Leiterplatten verwendet
wird. Es ist Ublicherweise ein doppelseitiges kupferkaschiertes starres oder flexibles Material,
das zur Herstellung von Lagenpaaren in einer Doppel- oder Mehrschichtplatine verwendet wird.
Sie kénnen jetzt den Lagen Materialtypen zuweisen und mit der Funktion Make Core einen Kern
aus zwei oder mehr Lagen erstellen. Im Stack Up Visualizer werden Core-Lagen zu einem Core-
ahnlichen Erscheinungsbild komprimiert.

PCB Stack Up Visualizer
Stackup Table
+ Add # Delets  +Up & Down % Make Core
Import
Stackup S. PCB.. Layer Name Layer Type  Material Name
v 2 signal 2 Internal Copper 0.33 6z
= =) prepreg_2 Dislectric ... PrePreg 8 mil 4
eapon 3 Isignal 3 (Core) Intemal  Copper0.5 0z 1
Stackup rigid_lam_1{C... Dielectric ... PrePreg 5.5 mil
4 \ signal_4 (Core) Intemal Copper 0.5 6z 1
El =) prepreg_3 Dielectric ... PrePreg 5.5 mil
Meterizls coverlay_top Coverlay Covertay 2 mil 3.
Table Ms signal 5 Internal Copper0.5¢z 1
flex_tam_1 Dielectric .. PrePreg 4 mil 4
.:.. e signal_6 Internal Copper 050z 1
Units bondply Adhesive  Adhesive 3 mil 4
M7 signal_7 Internal Copper 050z 1
flex_lam_2 Dielectric ... PrePreg & mil 4....
8 signal_8 Internal Copper 050z 1
coverlay_bot Coverlay Coverlay 2 mil 4...
= prepreg_4 Dislectric .. PrePreg 5.5 mil
) signal_9 Internal Copper0.50z 1 ...
=] rigid_lam_2 Dielectric ... PrePreg 8 mil 4.
[El miamal sn PR— PPN
All Layers | flex 1 rigid Multiple 4
Stackup name All Layers
Number of Layers 28
Silkscreen 2
Soldermask 1
Internal Layers 10
Numbser of drill sizes 11
Smallest 50
[[JExport All Layers as & Default stackup for IPC-2581

Explode Core []Collapse Cores &[] Show Layer Labels

Material Type
Conductor

Dislectric PrePreg
Conductor

Dielectric Rigid Core
Conductor

Dielectric PrePreg
Cover Layer
Conductor

Dislectric Flex Core
Conductor
Adhesive
Conductor
Dielectric Flex Core
Conductor

Cover Layer
Dielectric PrePreg
Conductor

Dielectric Rigid Core

3P O M NS PO WO AL NMD MO ® D

Stackup Graphics

Show All Layers ~ [ Zoom All

~ Show Stackup

Sh Via Padstack Stant L End L Plated Colu Via Shape
=] Thruholes =
L1-L2 vias 1 2 1
2 ]
1 2
oK Cancel

[m] x

# View in 3D

Stack Up Visualizer, Verbesserungen des Materialeditors

Im Materialeditor des Stack Up Visualizer sind neue Materiallagentypen fir das Starrflex-Design

definiert:

Materials Editor

+ Add Malenal 8 Delete Malenal Copy Matenal  1_ Copper Un
Matenal Name Type KN
Adhesve 1 i Adhesne 0001in
Conductive Coaling Adhesive 0001 in

AR Dielectric A
o Tene Dielectnic PrePreg 0
Copper 11202 Dwelectnic Rigd Core 0.002in
- Dielectric Flex Core D
Copper 10z Capacitive 0.001n
Copper 120z Conductive Coating 0001in
e Conductor p A
opper 1/4 oz Covertay )00 in
pper 2 02 Resistive 0003in
; Non-Conductive Coating
over Coating 1 mil SolderMask ) n
Covertay 171 Siikscreen 00010
* Import = Export
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Sie kdnnen Kerne auch im Stack Up Visualizer definieren, sie in Ihrer Materialtabelle speichern
und diese Kerne dann in eine Standard-IPC2581-Datei exportieren. Dieser kann dann von
anderen Nutzern geladen und verwendet werden. Stack Up Exchange wird auf der Cores
Registerkarte des Materialeditors implementiert:

Materials Editor X

+ Add Core % Delete o Copy L Copper Units -

Materials | Cores
Core Name Core Description
4 Copper 0.5 0z 1 diel | PrePreg 5.5 mil 4.8... |
Copper 0.5 oz 1 diel
PrePreg 5.5 mil 4.8 diel

Copper 0.5 oz 1 diel

= Import = Export

3D-Anzeige von Starrflex-Designs, eingebetteten Komponenten, Schlitzen, Ausschnitten
und Hohlrdumen

Die 3D-Ansicht importierter Konstruktionsdaten wurde verbessert, um Starrflex-Konstruktionen,
eingebettete Komponenten, Schlitze, Ausschnitte und Hohlrdume ordnungsgeman anzuzeigen.
Das erste Bild unten zeigt, dass eingebettete Komponenten jetzt erkannt und auf der richtigen
inneren Ebene angezeigt werden. Auf der Registerkarte Komponenten wird die Lage fir jede
Komponente und die Montageseite angezeigt. In diesem Beispiel mit 12 Schichten ist die
Komponente C39 auf der Unterseite von Lage 6 montiert.

[ [TomoR————
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Das zweite Beispiel ist ein Starrflex-Design mit 4 Stapeln, die jeweils mit geeigneten Lagen und
Dicken angezeigt werden. Es gibt auch einen Ausschnitt oben auf der Platine, der mit
angemessener Tiefe und Definition durch alle Kupfer- und dielektrischen Schichten angezeigt
wird.

Das dritte Bild ist ein Beispiel fiir eine eingebettete Komponente in einem Hohlraum:

H
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Erweiterung der PCB Modell Mode Anzeige

Um die 3D-Visualisierung von Starrflex- und eingebetteten Komponentendesigns zu unterstiitzen,
wurde die Anzeige der Lagen in 3D im PCB-Modellmodus erweitert. Wie im folgenden Beispiel fiir ein
Starrflex-Design gezeigt, wurde eine neue Gruppe fiir die Coverlay Sichtbarkeit hinzugefiigt. Alle
dielektrischen Schichten sind jetzt vollstdndig modelliert und eine neue Dielectric Sichtbarkeitsgruppe
wurde hinzugefiigt. Die Drilling and Milling Gruppe wird auf alle Hohlraume im Design angewendet. Die

Parts Sichtbarkeitsgruppe wurde erweitert,
Komponenten bereitzustellen.

Layer Display
PCB Model Mode - || B -
[m] LayerName
Pastemask
Silkscreen
Soldermask
Coverlay
[] topcaver
] botcaver
> Conductive
4 Dielectric
dielectric 3
dielectric 5
dielectric 7
dielectric 9
dielectric_11
dielectric_13
dielectric_15
BoardQOutlineStiffenerAread9
4 Drills and Miling
Plated Interior

h ¥V ¥V ¥

Plated Exterior
Unplated Interior
Unplated Exterior
4 Parts
Top Parts
Bottom Parts
Background

Layer Display | Layer Sets Composites

F T wM™ore. -

Color  Trans...

w o o
@

o W oW
W W

Nl

o
=]}

o
=]}

o
=]}

o
=]}

o
=]}

o
=]}

o
=]}

o
=]}

oo o o o
=]}

il | i

um Eintrage fir obere,

Anzeige der Layer Profiles im Layer Display Pane und Color Matrix

untere und eingebettete

Der Color Matrix Dialog und das Layer Profiles Fenster wurden aktualisiert, um Farbeinstellungen fir

Lagenprofile hinzuzufiigen, die tblicherweise in Starrflex-Designs vorkommen.

Show hidden colors

Y
@

<< f<[<] =
&

<]

I

(]

iUlll 5 HEENE

X

~
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lext
Lines

Layer Profile

4 signal_2

Routes

Vias

Pins

Copper

Top Parts

Bot Parts

Screened Capacitors

Screened Resistors

Placed Components
RefDes

4 [m] dielectric 5
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Erstellung und Verwaltung von Starrflex Bereichen

Importieren Sie ein Starrflex-Design aus einer unterstutzten ODB ++ - oder
IPC2581B-Designdatei. Offnen Sie das Areas Pane und stellen Sie fest,
dass der Bereich aktualisiert wurde, um mehr Area-Typen als nur Regel- ~ RuleAreas = o i -
Areas anzuzeigen. Dem Pane wurde ein neuer Area-Type-Selektor SgRulelireas
hinzugefuigt, um auszuwahlen, welche Areas im Pane angezeigt werden Stackup Zone Areas
sollen.

Areas

Bend Areas
Flex Areas

Die neuen Area-Typen sind (blicherweise in einem Starrflex-Design S

vorhanden und umfasse

Stiffener Areas
Layer Profiles

All Areas

Stack Up Zone Areas

Eine Stack Up Zone ist ein Bereich eines Starrflex-Designs, in dem ein bestimmter Stapel
vorhanden ist. Die Lagen im Stapel variieren Ublicherweise von Zone zu Zone. Abgesehen von
den typischen Area-Eigenschaften umfassen die Eigenschaften der Stack Up Zone den dem
Bereich zugewiesenen Stapel. Klicken Sie in die Stapelzuordnung, um den zugewiesenen
Stapel zu andern. Verwenden Sie die Befehle Add oder Copy, um neue Stack Up Zone Areas

zu erstellen.
Areas X
Stackup Zone Areas w + Add = Delete Move
S v~ AreaName Stackup  Area Type Area Source Fil
v | rigide-2 rigidc Stackup Zone Area Imported
v | nigide-1 rigidc Stackup Zone Area Imported
v | nigidb-2 rigidb Stackup Zone Area Imported A
v | rnigidb-1 rigidb Stackup Zone Area Imported reas
v | rigida-1 rigida Stackup Zone Area Imported Stackup Zone Areas w + Add - Delete N
v | flex 5 flex Stackup Zone Area  Imported Sh. Area Name Entire Region Area
v | flex 4 flex Stackup Zone Area Imported - o2 Board Qutline Area
rigide-
v flex 3 flex Stackup Zone Area  Imported Layer Profile Area
~ | rigide-1
v
flex_1 flex Stackup Zone Area Imported ~| rigidb2 Draw Area
v | flex 2 flex Stackup Zone Area Imported
~ | rigidb-1 Auto Detect Text Areas
v | rigida-1 rigida

Bend Areas (Biegebereiche)

Eine Bend Area ist ein Bereich eines Entwurfs, in dem die Lagen beim Zusammenbau gebogen
werden. Wenn Bend Areas importiert oder erstellt werden, ist auch eine Bend Area Lage mit
einem gefillten Polygon vorhanden (oder hinzugefugt), das mit der Bend Area Form identisch
ist. Zu den Eigenschaften der Bend Area gehdren die Zuweisung der Stack Up Zone und
bestimmte Eigenschaften der Bend Area. Verwenden Sie den Bend Area Properties Dialog der
Bend Area, um die Eigenschaften der Bend Area zu dndern. Verwenden Sie die Befehle Add
oder Copy, um Bend Areas zu erstellen.

Areas x Bend Area Properties n
Bend Line
Bend Areas + Add « Delete Move
95.0 - 3705.0 mil
Sh.. Area Name Zone AreaType ~ Area Source Fill K
Pt 95.0 : 2990.0 mi
v | BendArea_2 flex 4 Bend Area Imported o
v BendArea_3 flex_3 Bend Area Imported Bend Side: Top
v | BendArea 4  flex_1 Bend Area Imported
Bottom
v | BendArea 5 flex 2 Bend Area Imported
Bend Radius: 500.0 i
~ | BendArea_1 flex_5 Bend Area Imported oT
Bend Angle: 90.0 degrees
Stackup Zone Area
flex_3 2
OK Cancel
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Rigid, Flex und Stiffener Areas

Eine Rigid Area ist ein Bereich eines Entwurfs, in dem eine Kombination aus starren und
flexiblen Lagen in einem Entwurf vorhanden ist. Wenn starre Bereiche importiert oder erstellt
werden, ist auch eine Lage fur starre Bereiche mit einem gefiillten Polygon vorhanden (oder
hinzugefligt), das mit der Form des starren Bereichs identisch ist. Abgesehen von typischen
Lageneigenschaften umfassen starre Lageneigenschaften den der Area zugewiesenen Stapel.
Starre Lageneigenschaften kdnnen im Lagenbereich nicht gedndert werden. Verwenden Sie die
Befehle Add oder Copy, um neue starre Bereiche zu erstellen.

Eine Flex Area ist ein Bereich eines Designs, in dem Flexlagen in einem Design vorhanden
sind. Wenn Flex Areas importiert oder erstellt werden, ist auch eine Flex Area Lage mit einem
gefillten Polygon vorhanden (oder hinzugefiigt), das mit der Form der Flex Area identisch ist.
Neben den typischen Lageneigenschaften umfassen die Flex-Lageneigenschaften den dem
Bereich zugewiesenen Stapel. Die Eigenschaften der Flex Area koénnen im Bereich nicht
geandert werden. Verwenden Sie die Befehle Add oder Copy, um neue Flex Areas zu erstellen.

Eine Stiffener Area ist ein Bereich eines Entwurfs, in dem Versteifungslagen in einem Entwurf
vorhanden sind. Wenn Stiffener Areas importiert oder erstellt werden, ist auch eine Lage fur
Stiffener Areas vorhanden (oder hinzugefugt) mit einem gefullten Polygon, das mit der Form der
Stiffener Area identisch ist. Abgesehen von typischen Lageneigenschaften umfassen die
Eigenschaften der Stiffener Area den dem Bereich zugewiesenen Stapel. Die Eigenschaften de
Stiffener Area kdnnen im Bereich nicht gedndert werden. Verwenden Sie die Befehle Add oder
Copy, um neue Versteifungsbereiche zu erstellen.

Areas X
Rigid Areas +Add - Delete Move
Sh.. AreaName Zone Area Type Area Source Fil
+ | RigidArea_1 rngide-2 Rigid Area Imported
+ | Rigid,
° "' Areas x
~ | Rigid,
v | Rigid, Flex Areas « +Add - Delete Move
v| Rgd gn  AeaName Zone A AreaType  Area Source Fill
~| FlexArea_ 4  flex_1 Flex Area Imported
v | FlexArez
Areas x
v | FlexArez
v | FlexAre: | Stiffener Areas w + Add - Delete Move
v| FlexAre: g - area Name Area Type Area Source Fill
StiffenerArea_1 Stiffener Area Custom

StiffenerArea_2 Stiffener Area Custom
StiffenerArea_3 Stiffener Area Custom
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Layer Profile Areas

Im Gegensatz zu starren Leiterplatten kdnnen flexible und starr-flexible Designs fiir jede Lage
des Designs eine einzigartige Form haben. Ein Lagenprofil &hnelt einem Plattenumriss, stellt
jedoch die Grenze einer einzelnen Lage dar. Wenn Lagenprofile importiert oder erstellt werden,
existiert das Profil nur als Bereich und nicht als Polygon, das geandert werden kann. Abgesehen
von typischen Lageneigenschaften umfassen die Lagenprofileigenschaften die Lage, die das
Profil darstellt. Klicken Sie in die Lageneigenschaft, um die Lagenzuordnung eines Lagenprofils
zu andern. Verwenden Sie die Befehle Add oder Copy, um neue Lagenprofilbereiche zu

erstellen.
Areas x Select Layer
Layer profiles require a layer assignment. Select one or more layers
Layer Profiles  w + Add ¥ Delete Move for the profile(s).
Sh.. Area Name Layer Area Type Area Source Fil  ~
e A
v | smt_rigida smt_rigida  Layer Profle  Imported — L el Has Profile
v | signal_1 signal_1 Layer Profile  Imported <None>
v dielectric_3 dielectic_3  Layer Profile Imported 3 smt_rigida
v | smt_rigidb smt_rigidb  Layer Profle  Imported 4 signal_1
v | signal_2 signal_2 Layer Profle  Imported 5 dielectric_3
v | dielectric_5 dielectic_5  Layer Profle  Imported 6 smt_rigidb
v | signal_3 signal_3 Layer Profile  Imported 7 signal_2
v dielectric_9 dielectric_9  Layer Profle  Imported 8 dielectric_5
v | <innal 5 <innal 5 | aver Profile Imnorted 4 9 signal_3
10 dielectric_7
1 topcover
15 signal_5
16 smb_rigidc V)
OK Cancel
Copy Area

Ein neuer Copy Area Befehl wurde dem Areas Pane hinzugefligt, um die Erstellung neuer Areas
durch kopieren bestehender Areas zu unterstiitzen. Wahlen Sie eine beliebige Area aus und
schlieRen Sie den Vorgang im Copy Area Dialog ab. Wahlen Sie den neuen Namen und den
Typ der Area aus, der aus der ausgewahlten Area erstellt werden soll.

Copy Area E

Copy Rigid Area:
RigidArea_4
Copy Name:  RigidArea_4_Copy

AreaType: Rigid Area -

OK Cancel

Neue Optionen fiir die Draw Area

Verwenden Sie die neuen Draw Area Optionen, um die Zuschneideoptionen beim Zeichnen
neuer Areas festzulegen. Wenn die Optionen aktiviert sind, werden neue Areas abgeschnitten,
in denen sich eine Board Outline oder sichtbare Lagenprofile, benachbarte Areas oder stackup
zones schneiden.

Area Draw Options E|

/ Trim new areas at

@ @ @ % N % E Board Outline
Visible Layer Profiles
C | OK
IE' @ @ 8 o Visible Adjacent Areas
Visible Stackup Zones
OK Cancel
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Erweiterte Bohrpriifung und Via in Pad DFM Analysis Priifung
Die Bohr- und Frasprifungen fiir die DFM-Analyse wurden um neue Bohrpriifungen erweitert.
Erweiterte Bohrpriifung

Die Fras- und Bohreranalyse wurde um eine neue Sammlung von Bohrertyp-zu-Bohrertyp-
Prafungen erweitert. Verwenden Sie die neuen Bohrerabstandsprifungen, um den
Mindestabstand zwischen benachbarten Bohrern variabler Typen zu analysieren.

v Drill spacing
Drills to check:

All Only different net drills Only same net drills

All Through Via Laser Buried Blind Unplated | Backdril
Backdiill |« 5.0 ~ 50 ~ 50 ~|50 ~|50 ~|50 ~|50
Unplated ||~ 5.0 v 5.0 v 5.0 v 5.0 v 5.0 v 5.0

Blind ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~|50 ~|50

Buried ||v|5.0 v|50 v|50 |50

Laser |50 |50 |50

Via v|50 v|50

Through ||v|5.0

+| lgnore Stacked Vias

Viain Pad Prifung

Der Kupfergeometrieprifung wurden zwei neue Via-In-Pad-Prifungen hinzugefugt. Verwenden
Sie Partial Vias in Pad- oder Through Vias in Pad-Prifungen, um die Analyse von Partial Vias
und Through Vias in SMD-Pads zu uberspringen oder einzuschlieBen. Wenn diese Option
aktiviert ist, werden alle Teil- oder Durchkontaktierungen in SMD-Pads als Verstol3
gekennzeichnet. Wenn deaktiviert, wird davon ausgegangen, dass Durchkontaktierungen in
Pads zulassig sind und Durchkontaktierungen in SMD-Pads wahrend der Analyse ignoriert
werden.

| Slivers of copper

Size: 5.0 mil
v|Ignore pin holes smaller than
Size: 5.0 mil
v| Pin holes in copper
Size: 5.0 mil

v| Antennas

| Partial Vias in Pad

~| Through Vias in Pad
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